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I. Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die ^Anmel^i^auf e!ne 
A^rZ7nnnn^Ar^ksll4 hin voraeleat wurden, gelten im Rahmen dieses Benefits als "ursprunglich 
A elnte%%X7s^ kiine Anderungen entnaiten (Regeln 70.16 and 70.17)): 



Beschreibung, Seiten 

1-9 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 _ 6 eingegangen am 06.01 .2005 m'rt Telefax 

Zeichnungen, Blatter 

1/t in der ursprunglich eingereichten Fassung 

unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen. Recherche eingereicht worden ist 
(nachRegel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen voriaufigen PrOfung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/ader 55.3). 

^ Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Sm^te^^^Lng auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden. das. 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computeriesbarer Form eingereicht worden ist 

n n« Frkiamna daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 

oS^SSSl^^SSSb^ Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, da(3 die in computeriesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. S Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstelft worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

siehe Belblatt 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach ArtikeK 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 2,4 

Nein: AnsprQche 1,3,5 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 2,4 

Nein: Anspruche 1,3,5 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-5 

Nein: AnsprQche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



3 INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/CH 03/00551 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt 1 

I. Die Anspruche 1 und 6, eingereicht am 06.01 .2005 gehen uber den Inhalt der 

urspriinglichen Fassung der Anmeldung hinaus. Die Anmeldung offenbart nur: 

1.1 Auf der Seite 4: Zeilen 22-29 sowie auf Seite 5: Zeilen 25-26, das die 
Schutzschicht aus einer Basisschicht und einer Oberflachenschicht bestehen 
kann. Es wird aber nicht offenbart, das Basis und Oberflachenschicht aus 
unterschiedlichen Materialien bestehen. 

1. 2 Auf Seite 6: Zeile 27-33 sowie auf Seite 7: Zeile 17-22, daB die 
Oberflachenschicht aus Ag, Au, Pd, Rh oder Ru, TiN, CrN, ZrN oder Graphit 
besteht. Es wird aber nicht offenbart das diese Oberflachenschicht auf einer 
Basisschicht aus dazu unterschiedlichem Material aufgebracht worden ist. 

1. 3 Auf Seite 7: Zeile 9-1 1 wird offenbart, daB die Basisschicht aus Ni besteht. Es 
wird aber keine Oberflachenschicht aus einem zu einer Basisschicht wesentlich 
unterschiedlichen Material offenbart. 

1.4 Auf Seite 7: Zeile 14-1 6 wird offenbart, daB durch die Basisschicht eine 
Kontaktkorrosion zwischen dem Kontaktplattchen und der Oberflachenschicht 
verhindert wird. Es wird aber nicht offenbart, daB die Oberflachenschicht und 
Basisschicht aus wesentlich unterschiedlichen Materialien bestehen. 

1. 5 Auf Seite 7: Zeile 32-34 wird offenbart, das zwischen einer Basisschicht aus Ni 
und der Oberflachenschicht eine dunne Goldschicht vorgesehen ist, um die 
Adhasion zwischen Ni und Ru zu verbessern. Dies ist die einzige Offenbarung 
eines konkreten Multilayer (Ni/Au/Ru) Schutzfilms, der aus unterschiedlichen 
Materialien besteht. Anspruch 1 ist aber eine unzulassige Verallgemeinerung 
dieser Ni/Au/Ru Kombination 

1.6 Der Absatz in Anspruch 1 vom 06.01 .2005: " ..die Basisschicht und die 
Oberflachenschicht im wesentlichen aus unterschiedlichen Materialien 
bestehen" steht deshalb gegenuber der urspriinglichen Beschreibung im 
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Gegensatz zu den Kriterien von Regel 70.2(c) PCT. 

Anspruch 6 vom 06.01.2005 ist eine unzulassige Verallgemeinerung von den 
spezifischen offenbarten Materialien der ursprunglichen Beschreibung, im 
Gegensatz zu den Kriterien von Regel 70.2(c) PCT. 



Zu Punkt V 

V.1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1:EP0932201 
D2:US5008735 
D3:US3280383 

V.2 Neuheit Anspruch 1 

D1 (Spalte 10: Zeile 31- Spaite 11: Zeile 54, Spalte 22: Zeile 36- 50, 
Anspruchen 2 und 9, Abbildungen 7,8 und 1 8) offenbart ein 
Leistungshalbleitermodul , umfassend 

-mindestens einen Halbleiterchip (11) aus einem Halbleitermaterial und mit 
einer ersten und einer zweiten Hauptelektrode, 
-einen ersten und zweiten HauptanschluR 

-ein Kontaktplattchen (13) in elektrischen Kontakt mit der ersten Hauptelektrode 
und dem ersten HauptanschluG 

- wobei das Kontaktplattchen (13) einen Legierungspartner (Ag, Al) enthalt und 
zwischen dem Leigierungspartner und dem Halbleitermaterial ein Eutektikum 
bildbarist, 

-das Kontaktplattchen (13) mit einer elektrisch leitenden Schutzschicht (15) aus 
einem Edelmetall (Au) uberzogen ist. Da die Formulierung in Anspruch 1 nicht 
ausschliesst, dass die Schutzschicht aus Edelmetall besteht, wQrde 
zwangslaufig auch die Kontaktflache aus Edelmetall bestehen. Deshalb scheint 
Anspruch 1 im Hinblick auf D1 nicht die Erfordemisse des Artikels 33(2) PCT zu 
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erfullen. 

Im Qbrigen wird die Schutzschicht 15 in D1 durch "plating" hergestellt was 
zumeist eine Grundschicht ("seed") und eine Hauptschicht bedingt, also einen 
2-schichtigen Aufbau. 

V.3. Die abhangigen Anspruche 3 und 5 enthalten keine Merkmale, die in Kombina- 
tion mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die 
Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit - 
erfullen. Die Grunde dafur sind die folgenden: 

Im Anspruch 3 handelt es sich um fur Leistungshalbleiter ubliche Schichtdicken 
(siehe z.B D1 (Spalte 1 0: Zeile 58 - Spalte 1 1 : Zeiie 5). Deshalb scheint 
Anspruch 3 nicht die Erfordemisse des Artikels 33(2) PCT zu erfullen. 

D1 (Spalte 10: Zeile 31 -Spalte 11: Zeile 54, Abbildungen 7 und 8) das auch alle 
Merkmale des Anspruchs 1 beinhaltet, offenbart auBerdem, da8 der Halbleiter 
ein IGBT ist. Deshalb scheint Anspruch 5 nicht die Erfordemisse des Artikels 
33(2) PCT zu erfullen. 
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PATENTANSPRUCHE 

1 Leistungshalbleitermodul, umfassend 

- mindestens einen Halblefterchlp (1 1) aus einem Halbleitermaterial und mlt 
einer ersten und einer zweiten Hauptelektrode, 

- einen ersten und zweiten Hauptanschluss (91 , 92), 

- ein Kontaktplattchen (2) in elektrischem Kontakt rnlt der ersten 
Hauptelektrode und dem ersten Hauptanschluss (92), 

wobei 

- das Kontaktplattchen (2) einen Legierungspartner enthalt und zwischen dem 
Legierungspartner und dem Halbleitermaterial eln Eutektikum bildbar 1st, 

* das Kontaktplattchen mit einer elektrisch leitenden Schutzschicht (31 , 32) 
Gberzogen 1st. 

- [oino au sse ro Kontaktf I Sch e dor Schutzsohloht (31 , 32) im wosontlichon aus 
e ln e m Ed e lm e tal l , a us oinorn oioktrisch toltondon Nitrid odor aus oinom 
Graphit bootoht] 

dadurch gekennzeichnet, dass 

- die Schutzschicht (31 , 32) mindestens eine elektrisch leitende Basisschicht 
(31), welche auf dem Kontaktplattchen (2) aufgebracht 1st, und 

- eine elektrisch leitende Oberflachenschicht (32), welche die aussere 
Kontaktflache blldet, aufweist^ 

und dass 

- die Basisschicht und die Oberflachenschicht im wesentllchen aus 
unterschiedlichen Materialien bestehen . 

I Leistungshalbleitermodul nach Anspruch T, dadurch gekennzeichnet dass 

- die Basisschicht (31) im wesentllchen aus Ni besteht und vorzugswelse eine 
Dicke zwischen angenahert 1pm und 15pm. vorzugswelse zwischen 2pm und 
8pm, aufwelst. 
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3 LeistungshaJbleitermodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 

- die Oberflachenschicht (32) eine Dicke zwischen angenahert 0.1 pm und 5pm 
aufweist 

4 Leistungshaibleitermodul nach einern der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
5 gekennzeichnet, dass 

- die Oberflachenschicht (32) im wesentlichen aus Ru besteht, 

- zwischen der Oberflachenschicht (32) und der Basisschicht (31 ) eine 
elektrisch leitende Zwischenschicht vorgesehen ist, welche im wesentlichen 
aus Au besteht und vorzugsweise eine Dicke von angenahert 0.2pm aufweist 

10 und 

- die Basisschicht (31) vorzugsweise eine Dicke zwischen 5pm und 1 2pm 
aufweist. 

5 Leistungshaibleitermodul nach einem dervorangehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass 

15 - der Halbleiterchip (1 1) intern eine IGBT-Struktur Oder eine Diodenstruktur 
aufweist. 

B Leistungshaibleitermodul nach Anspruch 1. dadurch oekgnnzeichnet dass 

- die Basisschicht (31) aus einem quten Deckmaterial besteht. und dass 

- die Oberflachenschlcht (32) aus einem Material mit einer Oder mehreren der 
20 fot genden Eiqenschaften besteht: 

a nicht oxidierbar. vorzugsweise chemisch wenio reaktionsfreudig. 
b mit einer ersten Elektrodenmetallisieruno derersten Hauoteiektrode 

chemisch nicht reagiert und weder Kontaktkorroslon noch 

Materialdiffusion zelgt 
25 c weist einen geringen Reibunaskoeffizienten auf. 

d kann Ternoeraturen aboeschieden werden. bei welchen die 

Kontaktschicht nicht beschadigt oder verformt wird. 



